ZST1.26.11.2025

Zalgcznik nr 3

FORMULARZ CENOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zakup i dostawa zestawéw komputerowych do Zespolu Szkél Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Lp

Nazwa towaru

Opis

jednostka
miary

Tlos¢
zakupu

Plyta gléwna

Obstugiwane rodziny procesorow
Intel Core i9
Intel Core i7
Intel Core i5
Intel Core i3
Intel Celeron
Intel Pentium
Gniazdo procesora
Socket 1700
Chipset
Intel H610
Typ obstugiwanej pamigci
DDR5-5600 MHz
DDR5-5200 MHz
DDR5-4800 MHz
DDR5-4400 MHz
Liczba bankow pamigci
2 xDIMM
Maksymalna wielko§¢ pamigci RAM
64 GB
Architektura pamigci
Dual-channel
Wewngtrzne zigcza
SATA Il (6 Gbrs) - 4 szt.
M.2 - 1szt.

USB 3.2 Gen. 1-1szt.
USB 2.0 - 2 szt.
Zhacze RGB 4 pin - 1 szt.
Front Panel Audio
Zhacze wentylatora CPU 4 pin - 1 szt.
Ztacze wentylatora SYS/CHA - 2 szt.
Zhacze zasilania 8 pin - 1 szt.
Ztacze zasilania 24 pin - | szt.
Zkacze modutu TPM - 1 szt.
Zewngtrzne zlgcza
VGA (D-Sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.

RJ45 (LAN) - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1-2szt.
USB 2.0 - 4 szt.

PS/2 - 2 szt.

Audio jack - 3 szt.
Uktad audio
Realtek HD audio

szt

17

Procesor

Typ gniazdaSocket 1700
Liczba rdzeni10 rdzeni
Liczba watkow16
Czgstotliwos¢ taktowania procesora3.7 GHz
Czgstotliwo$¢ maksymalna Turbo4.9 GHz
Zintegrowany uklad graficznylntel UHD Graphics 770
Odblokowany mnoznik Tak
Wynik Benchmark27792
Avrchitektura64 bit
Proces technologicznyl0 nm
Mikroarchitektura procesoraAlder Lake-S
TDP125 W
PAMIEC
Rodzaje obstugiwanej pamigciDDR5-4800
Pamigé podrgczna L110 x 32 KB (D),10 x 32 KB (I)
Pamig¢ podreczna L28.5 MB
Pamigé podrgezna L320 MB

szt

17

Chlodzenie procesora

Sposob montazuWertykalny (Pionowy)
Element kolorystycznyCzarny
FIZYCZNE
‘Wysokos¢ [mm]146
Szerokos¢ [mm]125
Glegboko$¢ [mm]65
Waga [g]435
TECHNICZNE
Socket

procesoral150/1151/1155/1156/1200,1700/1851, AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/[FM1,AM4,A
M5
Maksymalne TDP160 W
Materiat podstawyAluminium + Miedz
PodswietlenieNie
CIEPLOWODY
Tlo$¢ cieptowodow2
$rednica cieptowodow6 mm
WENTYLATOR
Tlo$¢ wentylatorow1
Srednica wentylatoral 20 mm

szt

17




Standard/FormatATX 3.1
Moc 500W
Certyfikat sprawno$ci80 Plus Bronze
Uktad PFCAktywne
Sprawno$é89%

Typ chlodzeniaAktywne - wentylator
Srednica wentylatoral 20 mm
ZabezpieczeniaOCP,0PP,OTP,0VP,SCP,SIP,UVP
Modularne okablowanieNie
ZLACZA
ATX 24-pin (20+4)1
PCI-E 8-pin (6+2)2
Zasilacz PCI-E 16-pin (12+4)1 szt 17
PCI-E 8-pinNie
PCI-E 6-pinNie
CPU 8-pin (4+4)1
CPU 8-pinNie
CPU 4-pinl
SATAS
Molex1
INFORMACIJE FIZYCZNE
Wysokos¢ [mm]86
Szeroko$¢ [mm]150
Glgbokos¢ [mm]140
PodswietlenieNie

PARAMETRY FIZYCZNE
Format dyskuM.2 2280
Grubo$¢2.45 mm
RadiatorNie
PARAMETRY TECHNICZNE
Pojemnos¢ dyskul TB
InterfejsPCI-E x4 Gen4 NVMe
Pamig¢ podrecznaBrak danych
Dysk twardy Rodzaj kosci pamigciBrak danych szt 17
Szybko$¢ odezytu7000 MB/s
Szybko$¢ zapisu6000 MB/s
Odczyt losowy800000 IOPS
Zapis losowy600000 I0OPS
Nominalny czas pracyl.5 min godzin
TBW (Total Bytes Written)600 TB
KluczM
Szyfrowanie sprzgtoweNie

Typ ztaczaUDIMM

Typ pamigciDDR5

ChtodzenieRadiator
Pojemnosé tacznal6 GB
Liczba modutow1 szt 17

Czestotliwo$¢ pracy [MHz]5600
Technologia podkrecaniaAMD EXPO,Intel XMP 3.0
FIZYCZNE
Pods$wietlenieNie

Zestaw kosci RAM 16GB

Obudowa typu Tower
ATX z 1 wentylatorem

Boki obudowy stalowe (bez okna) szt w

Obudowa

UWAGTI: pkt 6 Kosci RAM - Dopuszczalne w konfiguracji (2 kosci 2*8GB)

Proponowana cena powinna zawiera¢ dostawe wraz z wniesieniem we wskazane miejsce przez Zamawiajacego.
Ponadto minimalny okres gwarancji na ww. czesci to 24 miesiace

Miejscowos$¢ i data .............oooeeeiiiiiiiiiii

podpis i piecze¢ wykonawcy




